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1. Introducao

A afinidade do titdnio por oxigénio é um dos principais fatores que limitam a aplicacdo de suas ligas
como materiais estruturais em altas temperaturas. A oxidacdo resulta na perda de material pelo crescimento
da camada de 6xido e endurecimento da liga pela dissolucdo de oxigénio [1]. Apesar dos notdveis avancos
no desenvolvimento de ligas de titdnio com alta resisténcia a tracdo, ductilidade e resisténcia a fluéncia em
altas temperaturas, problemas com oxida¢d@o limitam o uso dessas ligas em temperaturas superiores a 600°C.
Revestimentos de prote¢do que servem como barreiras a agdo de oxigé€nio seriam, em principio, possiveis de
serem usados em ligas de titanio por longo tempo em altas temperaturas [2].

O processo de implantagdo idnica por imersdao em plasma (3IP) (fig. 1), € uma tecnologia emergente
com potencial de utilizacdes em engenharia de superficies de semicondutores, metais e dielétricos. Essa
técnica tem recebido atengdo redobrada de pesquisadores da area, por possibilitar o tratamento superficial de
pecas de geometrias complexas, mesmo sendo pecgas tridimensionais, o que ndo é possivel por meio da
implantacdo convencional por feixes [3].

2. Resultados e Discussoes

A liga Ti-6Al-4V, apés processo de 3IP, foi analisada sob condi¢des de fluéncia ao ar em
temperaturas de 600°C, na modalidade de carga constante de 250 e 319 MPa. As micrografias da liga Ti-
6Al-4V tratadas por 3IP apds ensaio de fluéncia apresentam uma microestrutura semelhante a da liga sem
tratamento. Observa-se a presenca da fase a (mais clara) e da fase B (mais escura) compondo uma
microestrutura fina e de graos pequenos. Nas imagens obtidas pela técnica de Microscopia Eletronica de
Varredura para andlise fractografica da liga Ti-6Al-4V, tratadas por 3IP apds ensaio de fluéncia, sdo
evidenciados os fendmenos de estriccdo e o desenvolvimento de microcavidades. Observa-se uma estrutura
uniforme com dimples de formato equiaxial e pouca profundidade. Prevalecem os mecanismos de fratura
ddctil.
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Figura 1 - Diagrama esquemdtico do sistema 3IP.
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